BeLIX

BOLIX PE

I ZASTOSOWANIE:

Stuzy do cienkowarstwowego przyklejania duzych, cigzkich ptyt z gresu i klin-
kieru na zewngtrz i wewngirz budynkéw w tym réwniez, w pomieszczeniach
narazonych na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, tazienkach). Szczegél-
nie polecany do przyklejania duzych, cigzkich plyt z gresu, klinkieru oraz ce-
ramicznych. Stosowany jest na podtozach nieodksztatcalnych z cegly, betonu
oraz na powierzchni tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych. Klej ze
wzgledu na duzq wytrzymatosé jest polecany do stosowania na podfozach sil-
nie obcigzanych np. w garazach, warsztatach oraz na posadzkach przemysto-

wych.

I TECHNOLOGIA WYKONANIA:

H Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno byé nosne, rowne i suche, nie spekane, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tuszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Podloza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki
i powtoki malarskie) trzeba usungé. Nierdwnosci i ubytki podfoza (rzedu 5+ 15
mm) wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarskg BOLIXW. Podtoza chtonne
nalezy zagruntowa preparatem gruntujgcym BOLIXT. Gladkie powierzchnie
betonowe zmatowi¢ grubym papierem Sciernym, odpylié i zagruntowat pre-
paratem BOLIXT.

H Przygotowanie produktu:

Zawartoé¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona iloécig wody
(4,75--5,50 litra) i doktadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkg wolnoobro-
towq z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej masy. Po uply-
wie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Czas
wykorzystania zarobionej wodg zaprawy wynosi ok. 1,5 h. Przygotowanie
i aplikacja zaprawy wymaga temp. od + 5°Cdo + 25°C (dotyczy takze pod-
toza)

Bl Zastosowanie produldu:

Na whasciwie przygotowanym podtozu natozyé i rozprowadzic zaprawg kle-
jowq przy pomocy pacy zgbatej (wym. zgbéw pacy dobra¢ odpowiednio do
wielkosci ptytek), a nastgpnie przytozyé ptytke i docisngé jg do podtoza. Zapra-
wa powinna pokrywaé min. 80% powierzchni plytki. Po przyklejeniu plytki
nalezy delikatnymi ruchami ustalic jej ostateczne potozenie. Plytki mozna
uktadaé na zaprawie klejowej, poki zaprawa ma tendencje do przyklejania
sig do rgk (przed uptywem czasu naskérkowania). Korekte potozenia ptytek
mozna przeprowadzi¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od momentu roz-
prowadzenia kleju na podtozu. Optymalna grubosc warstwy klejowej wynosi
35 mm /max. grubos¢ 10 mm/. W przypadku posadzek, klej naktadac na

podfoze i plytke.

potelastyczna zaprawa klejgca do gresu i klinkieru

B Zalecenia wykonaweze:
1) Przygotowanie podioza

m  Nanowowykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tyn-
ki cementowe i cementowo-wapienne) mozna rozpoczqé prace przy-
gotowaweze (w tym gruntowanie) i naktadanie zaprawy klejowej
dopiero po jego wyschnigciu (okres schnigcia podfoza mineralnego
wynosi ok. 8 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy).

m W przypadku wystgpowania nierdwnosci i ubytkéw na powierzchni
Sciani podtog nalezy do ich wyréwnania zastosowac zaprawe klejowg
BOLIXW. Przy czym, jednorazowo mozna nakfadaé tg zaprawe warstwg
o grubosci do 15 mm.

m W przypadku koniecznosci wyréwnania i wygtadzenia powierzchni
podtog (w zakresie od 2 do 10 mm) w pomieszczeniach bez ogrzewa-
nia podtogowego i nie narazonych na czasowe zawilgocenie zaleca
sig zastosowa¢ samopoziomujqcq zaprawe cementowg BOLIX SN.
Przed uzyciem zaprawy sumopoziomujgcej istiejgce podfoze nale-
1y zagruntowaé az do momentu catkowitej likwidacji chtonnosci
podfoza preparatem gtehoko penetrujgcym BOLIX N.

m W miejscach wystepowania duzej wilgotnosci (kabiny prysznicowe,
fazienki, pralnie, tarasy, balkony) w celu wiasciwego zaizolowania
podfoza nalezy przed uzyciem zaprawy klejowej wykona¢ powtoke
uszczelniajgeq folig w plynie BOLIX HYDRO.

) Aplikacja zaprawy klejowej

m  Proces przygotowania, uktadania i wigzania zaprawy klejowej po-
winien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze po-
wietrza od +5°Cdo +25°C, przy stabilnej wilgotnoéci powietrza.

m W elu uzyskania dobrej przyczepnosc zaprawy do podtoza nalezy
najpierw nanies¢ zaprawg klejowq gladkg strong szpachli, a nastep-
nie nanies¢ zaprawe szpachlq zgbatq o zqdanej wielkosc zghow.

m  Przy plytkach uktadanych na powierzchniach o malym obdigzeniu zaleco-
my, aby nafozonazaprawa pokrywata min. 80% powierzchni spodu plytki.

m  Przy plytkach uktadanych na powierzchniach obcigzanych oraz na
plytkach uktadanych na zewngtrz zaprawa klejgca powinna pokryé
100% powierzchni wewngtrznej plytki.

m W przypadku uktadania plytek na zewnqtrz budynkéw zalecamy,
aby zaprawe klejowg nanosi¢ metodq podwdjnego smarowania (prze-
smarowat zaprawg zardwno powierzchnig plytki jak i podfoze).

m  Nie nalezy uktadac ptytek ceramicznych lub kamiennych na styk.

m  Nalezy odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do po-
wierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (biorgc pod
uwagg ilosé pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istnie-
jqey stan podtoza i panujgee warunki atmosferyczne).
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m  Wirakde prac nalezy pamigtaé o whasciwym wykonaniu i wykocze-
niu szezelin dylatacyjnych wystepujqeych w podiozu.

1) Pielegnacja i dojrzewanie zaprawy
m  Swiezo przyklejone plytki chronié przed penetracjq wody i dziata-
niem mrozu do czasu zwigzania zaprawy.

IV) Spoinowanie
m  Spoinowanie wykonaé najlepiej przy uzyciu spoiny BOLIX BOLINA po
min. 48 h od momentu przyklejenia ptytek.

B S$rodki ostroznosd:

m  Pozakonczeniu klejenia narzedzia i rece nalezy umyé biezqeg wodg
pamigtajqc, Ze po wyschnigciu zaprawy klejowej czyszczenie jest utrud-
nione. Powierzchnig $wiezo zabrudzonych elementow nalezy prze-
trzec wilgotng szmatkg.

m  Wyréb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronic oczy i skrg. W przy-
padku bezposredniego kontaktu z oczami nalezy pfukat je obficie
wodq i skontakfowat si z lekarzem.

B Niezbedne narzedzia:

m  Wiadro budowlane

m  Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 - 500 obr/min) z mie-
szadtem koszykowym

m  Paca zgbkowana (wielkoé¢ zgbkow kwadratowych powinna byé od-
powiednio dobrana do wielkoéci uktadanych plytek np. dla plytki
15x 15 em - zgbki 6 mm dla plytki 30 x 30 cm - 8 mm)

m  Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

I DANE TECHNICZNE:

Bl Parametry uzythowe zaprawy klejowej:
m  Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

Temperatura podioza: od +5°Cdo +25°C

Proporcje mieszania: 5,5-6,0 | wody na 25 kg kleju

(zas zuzycia: ok.4h

Optymalna grubos¢ warstwy: 3-+5mm

Przyczepnosc: > 1,2 MPa

Czas otwarly: ok. 20 min.

Splyw: < 0,5 mm

Obcigzenie przez chodzenie: po 48 h

Petne obcigzenie: po 14 dniach

Spoinowanie: po 48 h

potelastyczna zaprawa klejgca do gresu i klinkieru

Bl Dane techniczne i wlasnosci produldu:
m  Konsystencja: suchy proszek
m  Kolor: szary
m  Gestosc nasypowa: ok. 1,50 kg/dm?

Bl Wilasnosd zaprawy:

m  Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

m  Odpornos¢ na starzenie: odporna

m  Odpornosc na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

m  Odpornos na kwasy i zasady: nie odporna

m  Odpornosc na temperature: od -30°Cdo +70°C
Jwszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powie-
trza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

N ZUiYCE:

Srednie zuzycie zaprawy klejowej na odpowiednio przygotowanym podtozu
wynosi ok. 0,85 kg/m? na kazdy 1 mm grubosc warstwy. W celu doktadnego
okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sig przeprowadzenie prob na danym podto-
.

I WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU:

Oryginalnie zamknigte opakowania chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie
transportu i sktadowania. Okres przydatnoéci do zastosowania: do 12 miesigey
od daty produkeji. Wyrdb przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dziedi.

@ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
m  PN-EN-12004
m  Deklaracja zgodnosci Nr 2/EC/2004

H SKLAD:

Klej BOLIX PE jest suchg mieszankq spoiw hydraulicznych, polimerdw,
bazy drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz dodatkdw modyfi-
kujgeych.

BOLIX S.A. gwarantuie whasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj jego zastosowania
i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosc za pracg Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie
przedstawione wyzej informacie zostaty podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy
i techniki stosowania. Nie zastgpujq one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawy oraz
nie zwalniajq go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosd nalezy
przeprowadzié odpowiednie préby lub skontakiowaé sig z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX.
Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracq swojg waznost.
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